
①ヒートシンク ②ファン

⑥ファン用クリップ

③バックプレート
　（Intel用）

④リテンション
　（Intel/AMD共用）

⑪熱伝導グリス

×2

⑦スペーサー
　（黒）

⑧ネジ（銀）

⑤AM4 CPU抜け防止
　ブラケット

⑨スペーサー
　（茶）

⑩ネジ（黒）

●実際の製品とは形状が多少異なります。

CC-08取扱説明書
内容物

×4×4×4×4



AMD
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⑨
⑤

⑩

マザーボードのリテンションを取り除きます。
マザーボードのバックプレートは使用します。

④を取り付けます。⑤を使う場合は図の向き
で取り付けてください。⑤を使用しない場合
は取り付け向きに制限はありません。

⑤を使用しな
い場合は図示
のネジ取り付
け穴も使えま
す。

⑤を使用する
場合のネジ取
り付け穴

⑨と⑤を取り付けます。⑤はCPUクーラーを
取り外す際に意図せずソケットからCPUが抜
けるのを防ぎます 。⑤を使う場合、ヒートシン
クの取り付け向きは水平方向のエアフローの
みに制限されます 

⑩を取り付けます。2回から3
回に分けて対角の順に締め
てください。



Intel
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⑦

⑧

③

LGA1366
LGA1700
LGA115X/1200

LGA1366
LGA1700
LGA115X/1200

④

1 2

3 4

③をマザーボード裏面に取り付けます。ソケ
ットごとに取り付け穴の位置が異なります。

⑧を取り付けます。2回から3回に分けて対角
の順に締めてください。

④を取り付けます。ソケットごとに取り付け
穴の位置が異なります。

⑦を取り付けます。



ヒートシンクを装着

⑪

⑥

①

②

①を④に取り付けます。ヒートシンク底部 
(CPUとの接触面) の保護シートをはがしてか
ら、CPUに設置してください。ネジは2回から3
回に分けて交互に締めてください。

⑥を使って②を①に取り付けます。

⑪を適量塗ります。

ファンコネクタをマザーボードに接続します。
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